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Für S ae ptimiert 

fah ren herges ell e a-er ac gaben des Unternehmens 

aktue ll um mehr als 20 =>rozen- e"izien er bei der Umwandlung 

von Sonnenenergie in Srrom. 3eim PERC-Produkt ionsverfahren 

wird die höhere Energieumwandlungseffizienz durch eine 

dielektrische Passivierungsschich (Alüx. SINx. Siüx) auf der 

Rückse ite der Solarzelle ermöglich • die vor dem Siebdruck von 

Aluminium >geöffne <werden muss. 

Dieser sogenann e Laser-Contact-Opening-(LCO-)Prozess 

ist ein wichtiger Schri bei der Herstellung von PERC-Zel len. 

Dieser Schlüsselschritt erzeugt Kontaktöffnungen an der hinteren 

Pass ivierungssch icht durch Laserab lation. Der Fokus liegt auf 

dem selektiven Entfernen von Pass ivierungssch ichten. 

»Typische Verfahren zum Öffnen der Rückseite der Ze lle sind 

der mechanische Anreiß- oder der nasschemische Ätzprozess. 

Beide Verfahren sind hinsichtlich Geschwindigkeit und Abfall -

NEUE PRODUKTE 171 

Stichw ort: hohe Verschmutzung beim Nassätzen - nicht prakti­

kabel «. so W olfgang Lehman w eiter. »Daher ist der Laser­

prozess idea l für das se lekt ive. berührungs lose Entfernen der 

Sch icht. « 

Hohe Geschwindigke it, Dynamik und Genauigkeit bei 

gleichzeit ig hohen Anforderungen für die industrielle Massen­

fertigung einer modernen Wafer-Herstellung: Das w ar das Ziel 

be i der Entwicklung des >Superscan IV Solar<, der für Anwen­

dungen wie den PERC-Prozess optimiert wurde. 

Die Lösung erreicht laut Anbieter eine Markiergeschwindig­

keit von über 40 m/s be i gleichze itig hoher Genau igkeit. Zusätz­

lich sorgen speziell designte Spiegel für eine hohe Dynamik. 

Somit w erde ein hoher Durchsatz von bis zu 3600 Wafern pro 

Stunde bei gle ichb leibend hoher Qua li tät erreicht. 

Raylase GmbH, 

82234 Weßling, www. raylase.de 

Dreifach geringerer Wärmeeintrag 
lndustrietauglischer UV-Femtosekundenlaser. Coherent mit Hauptsitz in Santa Clara (USA) stellt den UV-Femtosekunden­

laser >Monaco UV< vor. Dieser verbindet laut Anbieter industriel le 24/7-Zuverläss igkeit mit hoher Energie und Wiederholrate 

sowie einer daraus resu ltierenden minimalen Wärmeeinflusszone (WEZ). die für das Präz isionsschne iden. Ritzen und Bohren 

von Halbleitermateria l mit hohem Durchsatz notwendig ist. Der Hersteller empf ieh lt den Laser für das Schneiden von OLEDs, 

Wafern, dünnen Polymerfilmen und -fol ien, flex iblen Schaltungen und Low -k-Material. 

Während UV-Femtosekunden laser (345 nm) bereits eine geringere WEZ als andere Ultrafast-Laser erzeugen, hat sich ihr 

Einsatz in der Industrie aufgrund der unzureichenden Zuverlässigke it nur langsam durchgesetzt. Der Monaco UV profit iert im 

Gegensatz dazu von den strengen >HALT/HASS<-Design-. Herstellungs- und Testprotoko llen, die auch bei anderen Ultrafast­

und UV-Lasern des Unternehmens Anwendung finden. Er ist. wie der Hersteller erklärt. der erste UV-Femtosekunden laser mit 

einem dreifach geringeren Wärmeeintrag in das Material bei industrieller Zuverlässigkeit. 

Die Parameter des Monaco UV wurden so 

optimiert (20 µJ / Puls bei 1,25 MHz), dass sie 

für einen Großteil der üblicherweise zu be­

arbeitenden Materialien geeignet sind. Damit 

kann der Durchsatz bei gleichzeitig geringeren 

Kosten im Vergleich zu anderen Lasern opti­

miert w erden. Der monol ithisch aufgebaute 

Monaco UV ist laut Anbieter darüber hinaus 

der zurzeit kompakteste industrielle Femto­

sekundenlaser (L x B x H = 963 x 358 x 175 mm3). 

w as die In egra ion für Systemhersteller erleichtert. Der 

Lasern · außerdem das gleiche Softw are-Interface wie die 

a erc:- _ase er Monaco-Familie. 

Coherent, 

Santa Clara CA 95054, www.coherent.com 




